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AKTIONÄRSRECHTE

Stimmrechtsausübung und Auskunftsrecht
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TAGESORDNUNGSPUNKT 1

Bericht des Vorstands

Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des Lageberichts, des (konsolidierten) Corporate 

Governance Berichts und des (konsolidierten) nichtfinanziellen Berichts sowie des Konzernabschlusses 

und Konzernlageberichts für das Geschäftsjahr vom 1. April 2020 bis zum 31. März 2021 (2020/21) mit 

dem Bericht des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr vom 1. April 2020 bis zum 31. März 2021 (2020/21) 

sowie des Vorschlags für die Gewinnverwendung.

27. ordentliche Hauptversammlung 6



27. ordentliche Hauptversammlung 

BERICHT DES 
VORSTANDS
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HIGHLIGHTS 

Andreas Gerstenmayer, CEO
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HIGHLIGHTS IM GJ 20/21

Starke Jahresergebnisse zeigen Widerstandsfähigkeit und Agilität von AT&S

Wir wachsen

profitabel in 

den bedienten

Märkten

ÁZusätzliche Kapazitäten und starke Nachfrage treiben ABF-

Substratgeschäft 

ÁMobile Anwendungen unterstützt durch Kunden- und 

Applikationsdiversifizierung

ÁLeiterplatten für Module tragen zum Gesamtumsatzwachstum bei

ÁAutomotive mit anhaltender Erholung und Q4 über Vorjahr

ÁMedical & Healthcare mit stabiler Entwicklung aufgrund 

verbesserter Nachfrage

ÁIndustriebereich mit positiver Entwicklung dank besserem 

Produktmix

ÁKapazitätserweiterung in Chongqing schneller als erwartet
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MARKTUPDATE
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Peter Schneider, CSO 



in Mrd. $

AT&S WÄCHST STÄRKER ALS DER MARKT FÜR
LEITERPLATTEN UND IC-SUBSTRATE

AT&S übertrifft den Markt mit einem 

jährlichen Wachstum von

>20% bis 2026 

AT&S wächst +18,8% 
in 20/21

+8,6% Marktwachstum
in 2021

2 0 2 0 2 0 2 1 2 0 2 6

Automotive 6,2 +10,0% 6,8 +6,2% 9,2

Aviation 2,8 +3,9% 2,9 +3,3% 3,4

Industrial 2,5 +5,8% 2,6 +3,8% 3,2

Medical 1,3 +5,0% 1,3 +3,6% 1,6

IC Substrates* 7,7 +23,0% 9,4 +9,1% 14,5

Communication 18,0 +7,3% 19,3 +6,0% 25,8

Computer 16,4 +5,2% 17,3 +3,1% 20,2

Consumer 8,0 +6,9% 8,5 +4,1% 10,4

YoY CAGR

+8,6% +5,3%
68,1

88,2

62,7
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Quelle: Prismark 03/2021

* enthält nur High-End IC Substrate
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GAME CHANGER TREIBEN
UNSER GESCHÄFT
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5G

Künstliche

Intelligenz

Big Data

Internet der 

Dinge

Neue Technologien 

und Systeme 

bringen erheblichen 

Anstieg des 

Datenvolumens mit 

sich
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DIGITALISIERUNG ERFORDERT DATENMANAGEMENT

Mobile Endgeräte | ADAS | Industry 4.0 | 

Medizinische Applikationen | Internet 

der Dinge | ...

Datenzentren | Server |

Big Data | In-Memory

HDDs | DRAMs | NANDs

Wireless Infrastruktur |

Wireline Infrastruktur
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GLOBAL STEIGENDES DATENVOLUMEN TREIBT 
WACHSTUM VON AT&S
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Quelle: IDC | Prismark | AT&S; Mai, Juni 2021

AT&S Umsatz

Globales Daten-

volumen

Globaler Markt für

Leiterplatten und 

IC-Substrate

183%

216%

269% 292%156%

243%

410%

615%

100%

775%

3200%

5905%

8980%

2010 2015 2020 2023 2025
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STRATEGIE
ESG UND F&E

Andreas Gerstenmayer, CEO
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ñMORE THAN AT&Sò STRATEGIE
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Strategische Ausrichtung und Maßnahmen

Level Ausrichtung Maßnahmen

Module L2

Integrationslösungen

Aufbau

der Fähigkeiten

Á Anorganische Maßnahmen

ÁOrganische Maßnahmen

Module L1

IC-Substrate

Ausweitung und 

Diversifikation

des IC-Substrate-Geschäfts

Á Neues Projekt in Malaysia

Á Start Chongqing III in 

Q4 2021/22

Module L1

Substratähnliche

Leiterplatten (SLP)

Kunden- und Applikations-

diversifizierung des SLP-

Geschäfts für Module
Á Strategie für Modul-SLP

Leiterplatten L0

Verteidigung der 
Spitzenposition
bei High-End-Leiterplatten

Á Kontinuierliche 

Portfolioentwicklung mit 

Applikations-Fokus
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ANWENDUNGSBASIERTE 
STRATEGIE é
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é sichert Fokus auf technologiegetriebenes

und profitables Wachstum



CAGR 2021 ï2026

Consumer +4,1 % 

Computer +3,1 % 

Communication +6,0 %

CAGR 2021 ï2026

IC-Substrate +9,1 % 

AT&S Technologien/LösungenProdukt/Applikation Produkt/Applikation

High-Performance 

Computing

5G

Server

Networking

Gaming

mSAP/SAP2.5D Semi Flex

FOPLP/AiOPRigid-flex 2.5D ECP Module

IC-Substrate

Mobile 

Endgeräte

Wearables

High-end 

Consumer 

Electronics

High-end Laptops 

und PCs

MOBILE DEVICES & SUBSTRATES

27. ordentliche Hauptversammlung18


